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Waferlevel Packaging für MEMS
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Waferlevel Packaging.Waferlevel Packaging.

Spezifikationen
Glasart: Borosilikatglas (Borofloat 33®, Pyrex® 7740)
Glasstärke (typisch): 0,5 mm (nach Kundenspezifikation)
Format des Wafers: 4-8” (nach Kundenspezifikation)
Größe/Tiefe der Cavity: Nach Kundenspezifikation

Messinstrumente zur Qualitätssicherung:
Rauigkeit Weisslichtinterferometer (New View Zygo)
Ebenheit/Konturen Video Präzisionsmessanlage (Smart Scope)

3D Koordinatenmessmaschine

BERLINER GLAS fertigt hochgenau strukturierte Glaswafer für das Waferlevel Packaging von
MEMS und – zusätzlich ausgestattet mit optischen Fenstern – für die Kapselung von MOEMS.

Verschiedene Fertigungsverfahren bieten für eine breite Palette von MEMS, RF-MEMS und
MOEMS eine kostengünstige und industriell nutzbare Waferlevel-Kapselungs-Lösung mit großem
Kundennutzen. Die Anwendungsbereiche sind vielseitig und finden sich überall dort, wo mikro-
elektro-mechanische Systeme zum Einsatz kommen.

Die komplex strukturierten Kapselungswafer
werden durch innovative Fertigungsverfahren in
hoher Genauigkeit zu vergleichsweise geringen
Kosten hergestellt. Durch ein Replikationsver-
fahren werden beliebig geformte Strukturen und
Öffnungen nach Kundenwunsch in das Glas
modelliert. Als Material wird Borosilikatglas
(Borofloat 33®, Pyrex®  7740) verwendet.

Alle Kapselungswafer verfügen über folgende
Produktmerkmale:

❚  Angepasster thermischer Ausdehnungs-
koeffizient zum Silizium-Wafer

❚  Große Gestaltungsfreiheit der Cavities,
auch nicht uniforme Tiefen

❚  Enge Form- und Positionstoleranzen
❚  Hohe Ebenheit und Parallelität; geringe 

Rauigkeit
❚  Bondfertig
❚  Justiermarken

Definierte offene Bereiche oder optische
Fenster für den Einsatz bei MOEMS können
integriert werden. Mit den neu entwickelten
Kapselungsprodukten unterstützt BERLINER
GLAS die Fertigung von komplexen Sensor-
systemen vom Prototypen bis zur Serien-
fertigung.

High-Tech in Glas – dafür steht BERLINER GLAS
und garantiert höchste Präzision für die An-
forderungen der Zukunft. Mit optimierten pro-
duktspezifisch angepassten Messverfahren
überprüfen wir unsere Leistungen kontinuierlich.



Wafer mit Cavities und Justiermarken

Deckel- und Sensorwafer passen mikrometergenau.

Genauigkeit ist eine Schlüsselkomponente für die Funktionsfä-
higkeit von MEMS. Damit das so ist, bringen wir zur optischen
Justage  beider Wafer kleine Strukturen,  sogenannte Justiermarken,
mit einem Durchmesser ab 200 µm in das Material ein.

Ein Werkzeug für Cavity-
und Justiermarke
garantiert höchste
Positionsgenauigkeit.

Wafer mit Cavities und definierten Öffnungen

Sensoren müssen funktionieren.

Damit die elektronische Funktionalität der Systeme auch im
laufenden Fertigungsprozess überprüft werden kann, bieten wir
Wafer mit definierten Öffnungen.

Die Cavities und Öffnungen können nahezu in beliebiger
Konstellation, Anzahl und Größe auf dem Glaswafer aufgebracht
werden. Die Öffnungen bieten zudem eine Zugangsmöglichkeit
zu den Bondpads für Tests und Kontaktierung.

Nehmen Sie Kontakt auf:
BERLINER GLAS KGaA Herbert Kubatz GmbH & Co.
Telefon: +49 (0) 30 - 60 905 206
Telefax: +49 (0) 30 - 60 905 200
info@berlinerglas.de · www.berlinerglas.de



Wafer mit Öffnungen

Die Form folgt der Funktion.

Angepasst an die Anforderungen unserer Kunden fertigen wir
Wafer mit quasi beliebig strukturierten Durchbrüchen in Kontur,
Winkel und Querschnitt. Möglich sind quadratische, rechteckige,
runde, ovale  oder vieleckige Formen.

Die Steilheit der Flanken-
winkel ist auf mindestens
10° begrenzt und in diesem
Rahmen frei wählbar.

Die Wafer mit Öffnungen
zeichnen sich – wie übrigens
alle Produkte – durch sehr hohe Positionsgenauigkeit und eine
hervorragende Konturschärfe aus.

ihrer Lichtnutzung fertigen
wir spezielle Kapselungs-
wafer. Diese verfügen über
optisch polierte Fenster für
eine optimale Durchsicht und
hohe Lichtdurchlässigkeit. Die
optischen Fenster zeichnen
sich durch eine hohe Planität
aus. Eine zusätzliche Öffnung kann zur Kontaktierung und zum
Test des Sensors eingebracht werden. Auch hier sind die
Strukturen weitgehend beliebig in ihrer Konfiguration und Größe.

Justiermarken zur optimalen Übereinstimmung von Deckel- und
Sensorwafer können mit gleichem Werkzeug zusätzlich nach
Wunsch angebracht werden.

Wafer mit Cavities und optischen Fenstern

Wir bringen Licht zum Arbeiten.

Licht ist neben der Elektrizität ein entscheidendes Werkzeug des
21. Jahrhunderts. Die Mikrosystemtechnik verbindet beide Werk-
zeuge in sogenannte MOEMS (Mikro-Opto-Elektro-Mechanische
Systeme). Zur Funktionsunterstützung der MOEMS hinsichtlich



Die Unternehmen der Berliner Glas Gruppe:

Berliner Glas KGaA Herbert Kubatz GmbH & Co
Waldkraiburger Strasse 5 · D-12347 Berlin

Phone +49 (0) 30/60 905-0 · Fax +49 (0) 30/60 905-100
info@berlinerglas.de
www.berlinerglas.de

Berliner Glas KG Herbert Kubatz GmbH & Co.
Weidenhalde 20 · D-74523 Schwäbisch Hall

Phone +49 (0) 791/93 295-0 · Fax +49 (0) 791/93 295-50
haag@berlinerglas-sha.de

Berliner Glas US
117 Underwood Road · Williamsburg · USA-Virginia 23185

Phone +1 /757/229-9368 · Fax +1/757/229-5213
mwenzler@berlinerglasus.com

www.berlinerglas.com

QUARTERWAVE GmbH
Schwarzschildstrasse 10 · D-12489 Berlin

Phone +49 (0) 30/63 92 34-80 · Fax +49 (0) 30/63 92 34-81
service@quarterwave.de

www.quarterwave.de

SwissOptic AG
Heinrich-Wild-Strasse · CH-9435 Heerbrugg

Phone +41 (0) 71/727-3074 · Fax +41 (0) 71/727-4686
swissoptic@swissoptic.com

www.swissoptic.com

TEGLA Technische Glas Transformations GmbH & Co.
Giengener Strasse 16 · D-89428 Syrgenstein-Landshausen
Phone +49 (0) 9077/95 895-0 · Fax +49 (0) 9077/95 895-50

info@tegla.de
www.tegla.de
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